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投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 √业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称
通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与广大

投资者交流

时间 2026 年 5 月 8 日 15:00-17:00

地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

上市公司接待人

员姓名

董事长：赵彤宇

独立董事：刘建伟

财务负责人：周遂建

董事会秘书：吕琦

投资者关系活动

主要内容介绍

公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复，主要内

容如下：

1、董事长您好！此次中东军事行动，对公司的经营活动和经营业

绩，已经产生了那些影响？后期将如何应对？

答：2026 年第一季度 ADT 受物流运输影响设备交付有所延迟，耗

材业务保持稳定；目前 ADT 生产经营正常，厂房、设备及人员均安全。

后续公司航空港厂区二期产能扩建项目建设完成，郑州工厂将为 ADT

子公司提供生产协同，保证客户订单的交付，最大限度降低外部环境对

客户的影响。公司将持续跟踪局势变化，充分与相关各方紧密沟通，全

力守护海外员工安全与产业供应链稳定。

2、请问董事长，公司目前丝杠在机器人应用方面有没有新的进展

和突破？

答：公司具备反向式行星滚柱丝杠技术基础和工艺制造能力，目前

在积极推进各类精密零部件的应用。

3、董事长，请问贵公司的丝杠产品在人形机器人应用方面处于什

么阶段，与头部公司的对接和验证推进到什么程度了？



答：公司具备反向式行星滚柱丝杠技术基础和工艺制造能力，目前

在积极推进各类精密零部件的应用。

4、领导，您好！我来自四川大决策

请问，2025 年公司半导体封测设备营收占比持续提升，2026 年

一季度划片机的出货量、客户拓展、产能利用率情况如何？全年半导

体业务的增长目标与市占率提升规划？

答：2026 年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，

客户提货速度与提货量延续 2025 年下半年的良好趋势。公司在巩固与

现有客户合作基础上也在不断拓展新客户，新客户数量持续增加。公司

国产半导体业务处于满产状态，公司在全力加紧航空港厂区二期产能扩

建项目的建设，预计在 2027 年一季度建筑工程全部完工。

公司将紧跟半导体行业发展趋势，与客户紧密合作，持续加快设备

的迭代和新产品的验证进度，进一步推动半导体设备的国产替代。

5、光力科技第二季度的利润预计会增加吗？会的话，会增加百分

之几

答：目前半导体行业处于上行周期，预期公司半导体业务可延续

2025 年下半年以来的良好趋势。公司将紧跟行业发展趋势，持续加强

研发技术创新，优化生产，保持公司产品在市场上的竞争优势，进而服

务客户，开拓市场，提高公司盈利能力。

6、台积电 CoPoS 路线图明确将玻璃基板激光切割列为关键工艺，

全球具备这一技术储备的设备商极少。公司如何看待自身在这一供应

链中的定位？

答：公司高度关注不同封装技术发展趋势，台积电的 CoPoS 新一代

先进封装技术，带来了对玻璃基板激光精密加工工艺的全新需求。公司

拥有几十年的划片切割高精密加工技术、工艺、应用经验等积累，在硬

脆材料如玻璃、陶瓷等和大尺寸材料的切割方面也积累了技术和工艺经

验，同时公司也拥有激光划切机技术和制造工艺等。公司将结合行业技

术发展与客户需求变化，推动新产品、新工艺的开发，持续深化封装划

磨抛产品的研发与落地，为客户提供更全面的产品和服务。

7、请问目前是否已有存储 idm 厂商购买公司的设备

答：公司半导体业务客户主要为 OSAT 和 IDM 厂商。在半导体封装

工艺流程中，存储芯片、逻辑芯片等各类芯片均需通过高精度划片机与



研磨机完成晶圆分割等加工步骤；公司开发了一系列国产切割划片机，

已经获得包括头部封测企业在内的众多客户的高度认可并形成批量销

售。

8、二季度订单继续满产吗

答：2026 年以来，公司国产半导体业务持续处于满产状态。

9、开始了么

答：此次网上业绩说明会已经开始，感谢您的参与。

10、董事长您好，我是一名个人投资者，今天是说明会上提问 CoPoS

的那个人。刚才董秘关于公司在玻璃基板精密加工方面的技术储备的

回复，让我对光力科技的研发实力和战略布局有了更深的了解。我长

期持有公司股票，今天之后更加坚定了信念。谢谢公司管理层的坦诚

沟通，我会继续陪伴光力科技，一起成长！

答：非常感谢您对公司的关注和认可！光力科技是一家技术驱动型

企业，我们通过三次国际并购进入半导体赛道，我们将坚持自主创新的

经营理念，紧跟行业发展趋势，抓住半导体新工艺、新材料带来的机遇，

持续为全球客户提供更多价值，以更好的业绩回馈广大投资者对公司的

认可。

11、吕琦董秘您好，公司在今日披露的投资者关系活动公告中提

到，激光隐切机已在客户端试切多批客户样片。想请教一下，从半导

体设备行业的通行流程来看，样片验证通过后到形成首批正式销售订

单，通常还需要经历哪些关键节点？公司对此是否有大致的内部推进

时间表？谢谢！

答：大致的关键节点如下：要试切多批客户的样片，不同应用场景

下的试切，精度和良率等关键指标都达标情况下，还要经过稳定性和一

致性的实测数据积累验证。公司将全力加快推进产品验证尽快形成销售

订单。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 5 月 8 日


